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Abstract (en)
The method involves marking a layer that is sensitive to laser radiation, with a laser beam by ablation of the sensitive layer at beam impact points
on the sensitive layer for forming a predefined thickness profile such that the profile generates a luminous intensity modulation reproducing a pattern
(24) observable through a safety ink layer at a predefined wavelength. The safety layer is formed from a material comprising a liquid crystal ink e.g.
OASIS(RTM: complete line of water based ink), optical variable ink(RTM: anti-counterfeiting ink), or iridescent ink. An independent claim is also
included for a safety document comprising a support.

Abstract (fr)
Le support (12) comprend au moins une couche sensible (26) a un rayonnement laser et une couche (28) d'encre de sécurité agencée au-dessus
de la couche sensible de maniere a ce que la couche sensible (26) soit observable a travers la couche de sécurité au moins a une longueur d'onde
prédéfinie. Le procédé comprend une étape de marquage de la couche sensible (26) avec un faisceau laser (30) par ablation de cette couche (26)
en une pluralité de points d'impact du faisceau (30) sur la couche (26) pour former un profil d'épaisseur prédéfini de cette couche (26). Ce profil
est tel qu'il génére une modulation d'intensité lumineuse reproduisant le motif, observable au travers de la couche de sécurité a la longueur d'onde
prédéfinie.
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